
 

平成 26 年 2 月 14 日 
各  位 

会 社 名 株 式 会 社 Ｓ Ｕ Ｍ Ｃ Ｏ

代表者名 取 締 役 社 長  橋本 眞幸

（コード： ３ ４ ３ ６  東 証 第 一 部 ）

問合せ先 広報･ＩＲ室長  澁 谷  博 史

（ＴＥＬ． ０３－５４４４－３９１５）

 

業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ 

 
 平成 25 年 12 月 6 日に公表しました平成 25 年 12 月期の通期連結業績予想値と、本日公表しま

した決算値に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．平成 25 年 12 月期の通期連結業績予想値と決算値との差異 

（平成 25 年 2 月 1 日～平成 25 年 12 月 31 日） 

 
２．差異の理由 

当連結累計期間における半導体用シリコンウェーハ市場は、下期にスマートフォンのハイ

エンド品からローエンド品への急激なシフトが進み、これに伴うファウンドリーの生産調整

が行なわれましたが、ローエンド品の急速な伸張による増加もあり、これらの調整期間が想

定よりも短かったため、当社グループの売上高は予想値を若干上回りました。 
この結果、営業利益・経常利益・当期純利益についても、予想値を上回る結果となりまし

た。 
 
                                       以 上 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり

当期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前 回 発 表 予 想（Ａ） 183,000 17,000 6,000 500 △ 2.05 

実 績 値（Ｂ） 185,105 17,801 7,065 715 △ 1.22 

増 減 額（Ｂ－Ａ） 2,105 801 1,065 215  

増 減 率（％） 1.2 4.7 17.8 43.0  
（ご参考）前期実績 
（平成 25 年 1 月期） 

206,691 13,215 9,464 3,426 8.93 


